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Hi3516DV300 Architecture

• Dual-core A7

• Dual sensor input

• High-performance ISP

• HW 6-Dof  DIS

• 2688*1536@30fps H.265 
Encoding or Decoding 

• High-performance SVP

• TEE(Trusted Execution 
Environment)
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SDK目录结构

文档部分

代码部分

解压缩后得到文件夹：

Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1
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文档目录 总体介绍

doc文档目录主要包含board板端文档和PC端文档两部分

板端文档目录

PC端文档目录

SVP智能文档

OSDRV系统及外设文档

MPP媒体相关文档

ISP图像处理文档

HIGV图形显示文档
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板端文档目录

SVP智能文档

OSDRV系统及外
设文档

ISP图像处理文档

MPP媒体
相关文档

HIGV图形
显示文档
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重点文档使用指南

脚本名称：load3516dv300，执行./load3516dv300 –i 加载设备驱动
脚本路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\ko
样例名称：vio
样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\vio，在该路径下使用make命令编译样例
样例执行：./sample_vio 0

文档名称：《HiMPP媒体处理软件 V4.0 开发参考》，《HiMPP 媒体处理软件 V4.0 FAQ》
文档路径：HiSpark_Taurus_Build_Package\HiSpark_Hi3516DV300_SDK_SPC021_doc\board\MPP
文档名称：《HiSVP 开发指南》，《HiSVP API 参考》，《HiIVE API 参考》，《HiIVS API 参考》
文档路径：HiSpark_Taurus_Build_Package\HiSpark_Hi3516DV300_SDK_SPC021_doc\board\SVP

前提条件：已经安装好linux服务器或linux虚拟机，并将SDK开发包拷贝到linux服务器或虚拟机
文档名称：《Hi35xxVxxx SDK 安装及升级使用说明》
文档路径：HiSpark_Taurus_Build_Package\HiSpark_Hi3516DV300_SDK_SPC021_doc\board

前提条件：已经安装好SDK环境，SDK包里有开发板对应的默认烧写镜像
文档名称：《HiBurn 工具使用指南》
文档路径：HiSpark_Taurus_Build_Package\HiSpark_Hi3516DV300_SDK_SPC021_doc\pc\HiTool
工具名称：烧录工具.rar
工具路径：HiSpark_Taurus_Build_Package\tools

3、设备驱动的加载及
sample样例的运行

2 、开发板镜像烧写

1、SDK环境的安装

4.   后续应用开发

四步上手应用开发，主要操作步骤及参考文档如下所示：
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SDK代码目录 总体介绍（1）

SDK代码总体介绍 开发板样例

各模块默认压缩文件

发布包默认脚本

MPP及外设相关代码



HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Ltd |  12

SDK代码总体介绍

SDK代码目录 总体介绍（2）

OSDRV相关代码

默认烧写分区文件及
uboot环境变量
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OSDRV目录说明

OSDRV代码总体架构

开发板烧写镜像

rootfs压缩包

小系统相关代码

调试工具
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OSDRV-tools调试工具目录说明

OSDRV下面调试工具部分代码架构
板端工具

PC端工具
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MPP及外设驱动代码 目录结构及说明

“SMP”文件夹下，MPP及外设驱动代码目录

外设驱动
第三方外设驱动

Hi3516DV300
外设驱动

MPP相关代码

适配层代码
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MPP相关代码 目录结构及说明

头文件

设备驱动

用户态库文件

调试工具 Sample样例

内核模块obj文件

MPP相关代码 目录
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MPP Architecture
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重点代码参考建议（1）MPP Sample代码

sample相关代码是重点参考代码

1.   MPP重点sample样例

样例名称：vio

样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\vio，在该路径下使用make命令编译样例

样例执行：./sample_vio 0

样例名称：venc

样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\venc，在该路径下使用make命令编译样例

样例执行：./sample_venc 0

样例名称：vdec

样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\vdec，在该路径下使用make命令编译样例

样例执行：./sample_vdec 0
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2.   SVP重点sample样例

样例名称：nnie

样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\svp\nnie，在该路径下使用make命令编译样例

样例执行：./sample_nnie_main 0

样例名称：ive

样例路径：Hi3516DV300_SDK_V2.0.2.1\smp\a7_linux\mpp\sample\svp\ive，在该路径下使用make命令编译样例

样例执行：./sample_ive_main 0

重点代码参考建议（2）SVP Sample代码

sample相关代码是重点参考代码
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